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Comportement anodique d’alliages or—cuivre en solution aqueuse de NaCl*

Summary

The anodical behaviors of 50% Cu—Au alloys, having an ordered
or disordered structure, were studied in aqueous solutions of
chloride by means of different electrochemical methods.

The corrosion products were examined by electron micro-
probe analyser. The anodic corrosion of the alloys seems to
proceed with a dissolution of gold and copper followed by re-
deposition of gold on the surface of the electrode. The follo-
wing mechanism is proposed:

Cu + 2 Cl- = CuCl; + e (dissolution of Cu)
Au + 4 CI” = AuCl; + 3 e (dissolution of Au)
AuCl; + 3 CuCl; = Au + 3 Cu** 4+ 10 CI-
(re-deposition of Au)

Communication présentée a I’Assemblée de la Société Suisse de
Chime du 14 octobre 1972 a Lucerne.

Introduction

Le systéme or—cuivre (figure 1) présente une solution
solide continue au-dessus de 400°C. Au-dessous de cette
température, on observe diverses phases ordonnées.

Les résultats exposés dans ce travail ne concernent que
Palliage a4 50% atomique de chaque élément, soit AuCu,
qui peut exister sous formes ordonnées I, ordonnée II et
désordonnée.

Nous avons tenté de mettre en évidence une différence
de comportement électrochimique entre les phases or-
donnée I et désordonnée.

D’autre part, au moyen d’analyses a la microsonde
électronique de la surface des alliages aprés traite-
ment anodique, nous avons proposé un mécanisme de
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Le potentiel de ces deux réactions est de 0,75 V (v Ecs)
et — 0,05 V (VECS) respectivement, alors que la tension
de dissolution mesurée est de 0,8 V environ.

L’or redéposé au voisinage immédiat de la surface de
’alliage pourrait provenir de la réaction 3) qui est la
plus probable dans ces conditions:

3)  AuCl; + 3 CuCl; = Au + 3 Cu** + 10 CI-

Nous ne pensons pas que la couche d’or ainsi formée
puisse constituer une barriére de diffusion génant la
dissolution du cuivre, étant donné que lors d’électrolyse
a potentiel constant, il s’établit une densité de courant
de dissolution constante, indépendante de I’épaisseur de
cette pellicule. L’électrolyte est donc en contact direct
avec la surface de I’alliage, au sein duquel il pourrait se
former une couche de quelques angstroms trés pauvre
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en cuivre, de telle sorte que la tension de la réaction 2)
atteigne une valeur plus positive, voisine de 0,8 V.

L’étape déterminante de vitesse de la dissolution serait
la diffusion du cuivre a travers cette couche superficielle
riche en or.

En ce qui concerne la couche externe, qui contient de
’or, un peu de cuivre et de chlore et des traces d’oxygéne
(fig.4; 'oxygeéne ne figure pas sur les spectrogrammes),
tout laisse & penser que I’or se trouve sous forme métalli-
que, et le cuivre sans forme de chlorure et d’oxyde. En
effet, la tension trés positive de la dissolution anodique
exclut la possibilité d’avoir du cuivre métallique dans
la couche externe.
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